「台灣醫材產業導入金屬積層製造之快速試製與應用」論壇 報名表
	公司名稱
	
	所屬產業
	

	公司地址
	

	電    話
	
	傳   真
	

	參加人員
	職稱
	分機
	email
	午膳

	
	
	
	
	□葷 □素 □不用膳

	
	
	
	
	□葷 □素 □不用膳

	
	
	
	
	□葷 □素 □不用膳


時　間：105年7月22號  AM10:30～PM16:20
地　點：集思高軟會議中心 中庭交誼廳 (高雄市前鎮區復興四路12號A棟)
報名費用：免費參加(名額有限額滿為止)
洽詢電話：(07)351-3121分機2337何小姐或2386劉小姐
傳真電話：(07)353-3978
財團法人金屬工業研究發展中心個人資料蒐集、處理、利用告知暨同意書
本中心因受 經濟部技術處 委託執行/辦理「台灣醫材產業導入金屬積層製造之快速試製與應用」論壇報名表之事由，蒐集、處理及利用您所提供，或未來將提供的個人資料，茲依據個人資料保護法（以下稱個資法）第8條規定告知下列事項：
(一)蒐集目的：辦理本次活動及相關行政管理。
(二)個資類別：辨識個人者如姓名、職稱、聯絡方式、地址等。
現行之受僱情形如公司名稱、部門、職稱等。
(三)利用期間：至蒐集目的消失為止。
(四)利用地區：除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本中心僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
(五)利用對象及方式：於蒐集目的之必要範圍內，利用您的個人資料。
(六)當事人權利：您可向本中心「個資當事人權利行使窗口」行使查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料之權利，電話：07-3513121轉2360。
(七)不同意之權益影響：若您不同意提供個人資料本中心將無法為您提供特定目的之相關服務。
辦理本次活動外其他蒐集目的告知：
蒐集目的：寄送本中心舉辦之活動或產業相關之訊息或電子報。
本人已閱讀並了解上述之告知事項，並同意 貴中心在符合上述告知事項範圍內蒐集
、處理及利用本人個人資料。
立書人簽名：

日      期：     年     月     日
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